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- La invencién se refierc a un método de duplicar

- de moldeo polimerizsble se dispone sobre uns matriz aue

utilizados convencionalmente ya hace afios, se deseribe’, =n-

Hoja ntm. '}

- soportes de informacidn,de plédstico, en los gue una resing

comprende una pisfa de informacidén, resina que sobre la
cara més alejada de la matriz, estd dotada o estd siendo
dotada de un substrato.y, después de curar la resina de
moldeo, el conjunto de resina de moldeo y substrato conec-

tado a ella, se relira de la matriz.
f

: A este re?pécto,'la invencidén concierne preferi-
5lemenie a la produécién de les grabaciones denominzdas de
imagen (6pticaes), en las que la pista de informacidn conpran
de una informacién Sptica nuy fina. )

Tal método se conoce por la OS alemena 24 43 C20.
De acuerdo con este procedimiento conocido, el cual, debidd
al uso de una resina de moldeo, se denomina abrevisdements
-procedimiento dé'mpldéo, se utiliza uwna metriz de caucho ds
silicona de menufactura especizl. Zn otro procedimiento muy
usado de produccidn de grebaciones de imagen, de plisiico,
el procedimiento denominado ée moldeo por compresidn, se
utiliza una mstriz hecha de metzl.

Como introduccidén de la presente invencidn y con
el fin de 9btener~una me jor comprensidn de elia, los procs-
dimientos conocidos arriba mencionados se explican de la .
manera siguiente._

~ Un procedimiento de moldeo por compresidén para
\ - .
la produccién de grabaciones de imagen, el cual por otra
parte muestra una analogia muy importente con el procedi-~
miento de moldeo por compresién para discos de granéfono

tre otros sitios, en la solicitud de patente holandesa 7
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este procedimiento, se utiliza una matriz hecha de niguel,
la cual ha sido obtenida pfimeramenﬁe mediante un chapeado
no electrolitico y, seguidemente, niquelando unAdisco mnaesg
~tro, que es un disco de vidrio que tiene una pista de in-

- formacidn circular, o en espiral'de un mgterigl fotoconduc-
tor curado y, seguidemente, se retira el disco maestro. El
disco generador resultente puede ser wtilizado como mairiz,
pérb, hsualmente,_a partir del disco generador, se produced,
por galvanoplastia, coplas adicionales denominades primeras
copias (disco madre), seguidemente, se hacen a partir de

éste segundas copias, y asi sucesivamente. Das Gltimas co-
plas se denominzn matrices. Cuando se producen grabaciones
de imagen, de pléstico, la matriz se comprime sobre wna ma-
sa de moldeo termoplastica, a una presidn y temperatura els
‘vadas, consistiendo dicha masa, por ejemplo, en wn copoli~
mero de cloruro de vinilo y de aceteto de vinilo, después
de lo cual se enfria el conjunto y, después de eliminar la
presidn, se retira finalmente de la matriz el disco moldea-
do. Uno de los inconvenientes del método de moldeo por com~
presion es que existe una diferencie de expansidn entre la
matriz y el disco moldeado,.durente el enfriamiento, de +al
modo gue se producen en el disco tensiones indeseadas, que
pueden dar como reswltadc una pérdida o deformacidén de la
informacidn dptica. Ademds, con frecuencia quedan adheridag
a la matriz metalica pequefias perticulas de la resina sin-

tética, de $al modo que las copias subsiguientes presentan

+

defectos. La matriz resulta inutilizeble o ha de.ser limpia]
da. Ademés, el procedimiento’ de moldeo por compresidn mues-

tra un tiempo de ciclo bastante prolongado y exige muche
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~—encrgia. Hay que imponer estrictos requerimientos sobre la
resing 1ntct1ca de Dléstlco uthléada, en lo que rospectO.
ale eutabllldad de forma, especialmente en func1onnw1ento
prolongado y en condiciones climatoldgicasrconsiderablemeg
te variables.

En el procedimiento de moldeo conocido por la 0S
arriba mencionada, se wsiliza una matriz especial, la cual
se produce también de acuerdo con un procedimiznto de mol-
deo. A este fin, al disco nzestro de vidrio se le dota de
un agente de despreﬁdimiento, sobre el cual se dispone un
polisiloxano vulcanizaeble 1liquido (caucho de siliconé),
que contiene un 10% en peso de catalizador. Una segunda
place de vidrio, gue estd provista por una cara con un ad-
hesivo, se comprime sobre la capz de caucho de siliconsz
con la capa de adhesivo en la parte de sbajo, después de
lo cual se cura el conjunto g wna temperatura elevada de
71 a 2042C, y finalmente, se retira el disco mzestro.

La metriz resultante consiste en un disco de vi-
drio que estd provisto, por una csre, de un recubrimiento
de ceucho de silicona, que comprende la pista de inforﬁa—
cién..Para producir copias de plastico, se prepara uig mesz-
cla llqulda de resina de polluretano, que consiste en resi-
na de nolluretano, diluyente y catelizador. Esta mezcla se
dispone sobre un substrato de pelicula de poliéster liylar,
después de lo cual. el substrato recubierto se comprime con-
tra el recubrimiento de caucho de la matriz, por medio de
un prooedimiento-de laminacién. Es posible, alternativemen-
te, verter primero la mezcla de resine de poliuvretano sobre
el recubrimiento de,cauchb de la matriz y, seguidamente,

disponer sobre éste la pelicula de poliéster. La resina de

st
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1 t-poliurctano con el subsiraito de poliéster dispuesto sobre

Hoja nam, 4.

la wmatriz, se cura seguldamente, variando el tiempo de cu~j
rado cntre 15 a 45 minutos, de acuerdo con la composicidn
de la resina de poliuretsno. ¥l disco laminado 0 estratifi
cado resultente, de pelicula de poliuretanc con poliédster
curada, se retira fineolmente de la matriz, por un procedi-
miento- mecéanica. De acuerdo con el texto de la OS anterior
mente mencionadsz, se-puede utilizer slternativanenie una
resina epoxidica o acrilica, en lugar de la resina de po-
i
liuretano. En lugar de la pelicula de polidster Mylar, se
puede utilizar alternativemente una hoja metdlica delgada
y flexible. Ademds, en la piginz 14, pdrrefo tercero de la
0S 24 43 020, se afirms que pueden utilizarse mondmeros qug
son polimerigzables por radiécién, comno se describe en las

patentes de Broadbent. En las patentes de Broadbent, por

ejenplo en las patentes de Estados Unidos 3658954 y 3687664,
se hace referencia a un procedimiento de duplicacidn para
grebaciones de discos de imaggen, en el que se ubiliza un
nondmero gaseoso que puede ser polimeriZado con luz ultra~
violéta, por ejemplo, acroleina y vapor de perileno.

: E) prooediﬁiento de duplicacidn de acuerdo con
la OS5 arriba mencionada, tiene los siguientes inconvenien-
tes. Primero de todo, ha de fabricarse una matriz des caucho
de silicona muy especiel.

En opinidén de la sollcltante, lg eleccidn de este
material particular se basa en el requerimiento de que la
copia ha de desprenderse con facilidad de la metriz. Duran-
te la fabricecién de la matriz de caucho de silicona, el cu
rado del caucho tiene lvgar a una temperatura elevada. Como

reuultado de diferencics de expansidn térmica entre lag ma-
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~triz de caucho y el disco maestro que ha de producirse,
puedenrocurrir'pequeﬁas_diferencias de dimensiones. En par
ticular, péra la reproduccidn de la infonmacién en imagen,
en la que se requiere un poder de resolucidn muy elefado,
las pequelias diferencias de_dimensiones pueden influir pég
judicialmente -sobre larcalidaw de reproduccidén. Una desven-
longado; de la copia (pbliuretano con pelicula de poliés—
ter) en la matriz. %l'tiempo de curado puede ser reducido,
desde luego, efectvando las operaciones g temperatufas mas
elevadas, pero'entonées Juegan nuvevamente un papel las di-
ferencias indeseables de expansidn +érmica, deteriorando
la transferencia de la informacidn en imagen y dando como
resultedo, ademds, tensiones térmicas en la copia. Como re-
sultado de dichas tensiones puede tener iugar, con el trans

ccurso del tiempo, una deformacidén de la copia y una pérdi-

Jja adiclongl es la estabilidad restringida de la mezcla de
resina. El curado empieza tan pronto como la resina de po-
liuretano ha sido afiadida al catalizador.

Se ha encontrado, ademds, que la superficie de la
matriz de caucho de silicons es apta para el ataque por las
resings de moldeo, en parfticular por aguellas que contienen
monéﬁeros polimerizaﬁles. |

La solicitante ha desarrollado ghora un nétodo
de duplicar soportes de grabacidn de,éléstico, que no mues-
tra las desventajas arriba mencionadas.

La invencién se refiere mas en particular a un

método de duplicar soportes de esta informacidén de pléstico

en el que una resina de moldeo polimerizable se dispone so-

taja adicionel es el tiempo de curado, comparabtivamente prd
. p b] o -t

da o deformecidén de la informacidn en imegen. Ung desventa

T
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1 f-bre una matriz provista de wna pista de informaeidn, la

cual resina, sobre la cara mds alejada de la matriz, estd

‘respecta a la insaturacidn, que se encuentrs entre los va-

tiene una superficie metalica, en el procedimiento de mol-
s b

Hoja ndun, 6

’,

provigta o egta slendo provista de un substrato y, despuds
de curar la resing de ‘moldeo, el conjunto de resina de mol.
deo y substrato conectzdo a ella,.se retira de la natriz,
¥y se caracteriza porque se utilﬁza una matriz, de la cueal,
por lo menos la superficie que comprende la piste de infor
macidn, estd hecha de metal, una resina Ge moldeo liquida,
que puede ser polimerizada por rediacién, se aplica segui-
damente sobre la superficie metélioa, conteniendo diche re
sina monémeros y/o oligdmeros de bajo peso molecular, los
cuales contienen, como promedio, de 25 a 70% en peso de
grupos hidrocarbonados saturados y/o grupos fenilo, siendo
la resina de moldeo enterarente o sustancislmente por ente-

ro aprétida, y teniendo uns funcionalidad media, en 1o que

lores 2 y 6 inclusive,. en el que, ademéds, la resina de mol-
deo, sobre la cara mas alejada de la matriz, estd provista
0 esta siendo vrovista de wn substrato permeable a las ra-
diaciones, la resina de moldeo se cura seguidamente por ra-
diacién a través del substrato, y la resina de moldeo poli-
merizada, junto con el substrato conectado a ella, se reti-
ra de la matriz.

El uso de una matriz metdlica o de une matriz que

deo de acuerdo con la invencidn, es muy interesante. C@mo
se ha indicado ya més arribe, las matrices metélicas han si
do utilizadas durante'algﬁn tiempo ya, en procedimientos de
moldeo por compresidn para la fabricacidn de grabaciones de

imegen y de grabaciones fonogrificas. En el curso de los
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por lo que se refiere a la fabricacidn y propiedades de

‘matriz metdalica y, por otra parte, esté fuertemente wnida

‘sobre la superficie metélica de la matriz y de dotar a ésta

flofa ntm. 7

las matrices me%élicas, lo que hace'muy etractivo su uso
en procedimiénﬁos de moldeo Ge acuerdo con la invencidn.
Por ejemplo, una matriz metélica o una matriz que tiene ung
superfiéie metdlica es;'en general, y en particular a una
temperatura més baja, poco sensible al atague por la resi-
na sintética.

Sin embar%og el uso de wna matriz metdlica en el
nétodo de acuerdo con la invencidn, solemente es posible
si en combinacidn con ella se utiliza una resina de moldeo
éspecial, gue puede ser cureda por irradiacién, y que mues-
tra las caracteristicas arriba mencionadas. Solemente en
este caso puede conseguirse que después del curszdo de la

resina, ésta, por una parte se desprenda ficilmente de la

al substrato.

.

Debido a la importazncia de la resina de moldeo

curable por radiacidn, del substralo y de la natriz de scuef

do con le invencidn, dichos elementos se exponen por sepa-

rado de la manera siguiente:
A

A. resina de moldeo curable por irradigeidn, li-

auida.

Después de disponer le resina de moldeo liquida

de un substrato, la resina se polimeriza a través del subs~
trato mediante radiacidn, és decir se cura. De acuerdo con
la invencidn, la radiacién puede ser, tento luz ultraviole-
ta, que tiene, como es sgbido, un limite superior de longi-

[+]
tud de onda de 3900 A, como luz visible. La composicidn de

s

G
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—la resina de moldeo liquida, que puede ser curada POr- EXpPO-

puede ser curada por medio de la luz visible, se utiliza

liméricos que conmtienen grupos polimerizables en combingcidn

.
- Hoja nim. 8

1ci on a la luz ultrdV1ol° 2, delere de aquella que puede
ser curzda por mcdlo de luz visible, en que se utlllza otrg
tipo de catalizador. El catalizador es un naterial que por
exposicidn a la luz forma radlcales, los cuales subsiguien-
temente inician la reaccion de polimerizacién de los restan
tes componentes de la resina de moldeo. La formacidn de ra-
dicales puede producirse mediante absorcidn de luz por el
catélizador propizmente dicho, pero también por absorcidn
de luz por un sensibilizador que treasfiere la energis ab-
sorbida a este catalizador. En el caso de una resina de mol
deo gue puede ser curada por luz ultravioleta, se utilizg
frecuentemente como catalizador, un compuesto de carbonilo
aromatico, por ejemplo, un derivado de benzoina, por ejemplp,

éter isobutilico de benzoilo. En una resina de moldeo que

frecventemente como catalizzdor, una mezcla de ua colorante
de xanteno y un eminozlcohol, por ejemplo, eritrosina con
dimetileminoetanol.

Las composiciones de resing liquidas que pueden
ser curadas por radiacidn, se denominan frecuentemente en
la bibliografia con el nombre de "resinas cursbles por la
duz" o "resinas curables por la luz ulitravioleta". Tal com-
posicidén comprende, generalmente, wno o més compuestos po-

\ :
con mondmeros polimerizables, que sirven tambidn como . disol
ventes o diluyentes. Tembién hay presente una pequefia centi
ded de ua catalizador que se denoming también foto-inicia-
dor. El curado puede tener lugsr en un corito espacio de tieg

PO, por ejemplo, en 1 g 300 segundos, dependiendo de la in-
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r-ben31dad de ]ﬂ luz. Ia presencis del oxigeno atmosferlco
prOIOLga Trecuentemente el tiempo de curado necesario Y,
con frecuencis, da como resuliado prodvctos inferiores desg
de el punto de vig td meednico y quimico. Las conocides re~
sings fotosensibles se utilizan e escala industrial para
producir una capa protéctora sobre metal, médera 0, algv--
nas veces, sobre papel{ Se obtienen cgpes dures y rigidss,
con;una bvena edherencia. En particular, la buenz sdheren-
cliz a los materig 1e§ arriba mencionados, es uns propiedad
i !
muy deseable pera la aplicacién conocida.
En el método de acuerdo con la presents invencid:
sin erbargo,se utlliza una resina de moldeo, liguids, cura-
ble por radiacidn, la cual, después del curado, puede ser
fécilmente desprendids de una base metédlica, y en este ca-
s0 de la superficie metédlica de le matriz.

] Ademds de esta propiedad de no adherirse & una
base metdlica, la resina de moldeo que se utiliza en el mé-
todo de acuerdo con la invencidn, posee la propiedad de ad-
herirse fuertemente g la superficie del subsirato. El subs-
trato consiste en una rgsina sintética, como se deseribirsd
en lo que sigue. . A ) '

4 base de una intensa investigacién, la soliciten
te he tenido éxito en el desarrollo de wna nueve resina de
moldeo, liquida, curable por radiacidn, que muestra la ca-
,racteriftica de adherencia arribs mencionzda. La resina de
moldeo éesarrollada contiene, ademés,'solamente unos pocos
grupos reactivos después del curado, 1o que, por otra perte
podria dar 1ugar} posiblerente, a un curado posterior subs-
tancigl. Ademds, la capa de resina curada muestra unas ten~

siones internas tan bajas, que sobre el substrato no se ejell

(30

e
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moldeo muestra teawbién una: baje viséqsidad, con un cogfi-
ciente de viscosidad de como maximo 1CO centipdiées YV, pre
feriblemente, de 1 a .10 oenﬁipoises, de tal maneras que la
aplicacién de la resina de moldeo sobre la matriz puede
realizarse fécilmente sin la irclusidn de bwrbujas de aire
Lo invencién se refiere tembidn a esta nueve re-

sing de moldéeo, gue se caracteriza por las siguientes ca-

!

racteristicas: '

2) la resina de moldeo comprende mondmeros y/u
oligdmeros, de bajo peso molecular,

b) los mondmeros y/u oligdémeros utilizados en la
resina de moldeo, comprenden, como promedio, de 25 a 70%
en peco de radicales hidrocarbonados saturados y/o grupos
fenilos '

¢) la resing de moldeo es aprétida o sustancisgl-
mente aprdtida,

é) la resina de moldeo tiene una funcionzlidad
medie,; en lo que respecte a la insaturacidn, gue se encuen
tra entre los valores 2 y 6 inclusive.

Esta caracteristica puede ser expuesta adicicnal-
mente, como gigue.
aviso a) Tembidn en relacidn con la reslizacidn
de un grado de viscosidad correcto, le resina de moldeo con

\ .
peso. Por la misma razdén, se da preferencia adicional a unagl
resina de moldeo que consiste principelmente, es decir en
vn 95% por lo mehos, en mondmeros de bajo‘peso molecular.
El término bajo peso molecular segin este conbexto, signifi

ca un peso molecular medio de los mondmeros utilizados gque
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L4 0 . I 4
‘{fica el numero medio de grupos vinilo ( e = e ) por moléculs
|

Hoja nam, 11

—-es, como méximo, de aproxlmgdahente 400 Los ollromeros-
vtilizados generelmente, tienen un peso molecular més altoy
por ejemplo de 500 a 2.000.

aviso b) Dicho contenido de hidrocarburos satura
dos y/o de grupos fenilo, esté relacionado con el deseado
.carécter'moderadamente polar de la resine de moldeo despuéd
del curado. Se puede considerar que un grupo fenilo, asi
como, desde luvego, un hidrocarburo saturado, es un grupo
apolar, dentro del alc“nce de lg invencidn. Es muy vigble
el que lz resinz de molceo comprends cilertos mondmeros y/u
oligdmsros, cuyo contenido de grﬁpos hidrocarbonzdos satu—r
rados y/o grupos fenilo es pequefio. Esto ha de ser compen-
sedo por la presencia de otros mondmeros y oligdémeros que
tienen un contenido de radiceles hidrocarbonados saturados
y/o de grupos fenllo comparastivamente alto, tel que, como
-proredio, el porcenteje en peso arrita mencionszdo de 25 a
70% se alcanza en la tgtalidad de la mezcla. El contenido
redio de radicales hidrocarbonados saturados y/o de grupos
fenilo se encuentra, preferiblemente, entre 40 y 65% en pe-~
's0.

aviso c¢) EL cardcter sprétido de la resina de
moldeo hace que, partiendo de la resinz, no se formen puen-
tes de hidrégeno con lg superficie metdlica de la matriz.,

aviso d) Ta nocidn de funcionalidad; en 1o que
,respecta a la insaturacidén, se des crlbe enbtre otros s1ilos,
en "Prlnc1ples of Polymer Chemistry,.Paul J. Flory, ‘Corneel
|Univ. Press, Nueva York 1953, pdginas 31- 33". En relacidn
con la presente invencidn, "la funcionalidad media en lo

que respecta a la insaturacidén" ha de entenderse que signi-

P
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-multiplicedo por el fezebor 2. Esta nocidn puede ser ilus-

‘que respecte a la insgturacidn, se encuentra entre los va-
]

Itoja nGm. I 2

trada medicnte -un simple ejemplo de una mezcla de una 1o~
léculg~gramo de eteno (funcionalidad 2) y uwna molécula~gra
mo de butadieno (funcionslided 4). La funcionalidzd media

en lo que respecta a la insaturacidn de esta mezcls es

Nx 14 ﬁ X 2
- 2N

El fector N x 1 mencionzdo en el denominador del

éociente, se refiere a las moléculas de eteno (némero'de
Avogrado) que contienen, por molécula, un grupo é =C .
Fl fector ¥ x 2 se refiere o I moldculas de butadieno]coq
dos grupos % = % por molécule.

En una forma preferida de la resina de moldeo de

acuerdo con la invencidn, le funcionalidad media, en lo

lores 2,1 y 3,5 inclusive.

Sobre la base de la caracteristica de lz resina
de moldeo mencionzda arribs a) a d), los expertos en la tég
nica pueden componer, con facilidad, uvna resina de moldeo
adecuada.

Las resinas de moldeo muy adecuadas, que se han
utilizado Yembién en una forma preferida de la invencidn,
comprenden, ademas del catalizador sensible a la luz mencio
nado en\lo que.antecede, mezclas ligquidas fluildas de mono-
ésteres; didsteres, tridsteres o tetradsteres de &eido acri
lico, de bajo peso molecular. Teles resinss de moldeo, des~
pués de la exposicién sobre la metriz, no muestran ninguna
adherencia o solamente muy pequeiia adherencia a la superfi-

cie metalice de la matriz. La separacién mecdnica de ls ma-
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~triz desde la resina de moldeo curada con substrato, trang

- curre suavenente. A partir de estudios ‘con nmicroscoplo

lacrilico y oligémeros, el diacrileto de'polietilenglicol,

Hoju ntim. 13

electronlco, resulta que la estructura superficial de la

matriz que comprende la informacién'que he de ser reprodu-~|

T

cida, esta presente en la capa de resina de moldeo, sin de-
Tectos.
Ejemplos de los ésteres de dcido acrilico adecua

dos, arriba mencionados, son los monoacrilatos difunoiona—'
lesl(run01ona11aad 2) en particular los =zcerilatos de alco-
hllo, acrilato de fenilo, acrilatos de alcoxialcohilo y
acrilatos de fenoxialcohilo. Representantes especificos
muy edecvuados de ellos son, por ejemplo, acrilato de etilo,
acrilato de N-butilo, acrilato de i-butilo, zcrilato de he-
xilo, acrilato de heptilo, acrilato de octilo, acrilato de
2-etllhexilo, acrilato de decilo, acrilato de dodeciloe,
‘acrilato de octadecilo, acrilato de etoxietilo y merilabo
de fenoxietilo; ademés, los diacrilatos tetrafuncionales,
en particular, los diacrilatos.de alcanodiol y diacrilatos
de alguenoglicol. De éstos pueden mencionarse, espeoifipa—
mente, diecrilato de 1,3-propenodiol, diacrilato de 1, 3-bu-
taﬁodiol, diacrilato de 1,6-hexanodiol, diacrilato de 1,104
-decanodiol' digerilato de dietilenglicol, dizcrilato de
trletllengllcol diacrilato de tetraetilenglicol y diacrilg)
t0o de tripropilenglicol. Son trlacrllatos lexafun01onales
muy aaocuados, por ejemplo, el trlacrllabo de trimetilolpro

pano y el triacrilato de pentzeritrita.

Son ejemplos de interesantes ésteres de.écido

diacrilato de polipropilenglicol, polidster acrilato, ureta

no acrilato, epoxiascrilato T dizerilato de bisfenol A etoxi
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|peso molecular, tales como estgbilizadores contra la degra-

Hoja nam, 15

Le cepa de resina obtenida despuds del cursdo de
le resina de,@;ldeo, es bestante blénda; en contraste .con
la capa dura que se obtiene en la aplicacidn conocids de
resinas de moldeo burables por luz ultravioleta como capa
protectora sobre metel, madera o papel. De aqui que no sea
sorprendente el que las composiciones de resina de moldeo
arriba-iencionadas, no sean comerciszlizadas ni recomenda~

das.como tales.

f

i
{

. La estructura superficial (pista de informacidn)
ée la ceapa de resina curade de acuverdo con la invencidn es,
sin embargo, indeformeble, incluso cusndo, en un tratemien
to subsigulente, se dispone sobre la superficie de inforug
cidén, por ejemplo, mediante formaoiéﬁ de depdsitos en este—
do de vapor, una delgada capa metdlice, por ejemnplo, ung
capa de aluminio. Usuaelmente, sobre la ceps metdlica se dig|
pone ademds un barniz protector.

B. Sustrato .

El substrato que consiste en un plastico, y que
tiene la forma de une placa, @isco u hoja, determine prin-
cipelmente las propiedades mecanicas del soporte de graba-
ciones de pléstico, por ejémplo, un disco de imagen, que hg
de ser fab;icado. Como la resing de moldeo se expone a tre-
vés del substrato, el substrato debe ser transparente gl +i
po de luz utilizado y, por lo tanto, a ia luz visible o0 a’
la luz vltravioleta. La transparencia a la luz visible es

A .
evidente por si misma; son utilizables los materisles de
substrato transparentes 0 translicidos. En lo que respecta
a la transparencia a le luz ultravioleta, debe sefialarse

que muchas resinas sintéticas comprenden materiales de bajo

g
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_dacidn por la luz solar. Si estos reteriales de bajo peso
moleculer absorben luz ultravioleta, un disco b_una hoja
“de este resiﬁa sintética pueden ser menos adecuados para
utilizarlos como substrato en combinacidn con una resina
de moldeo cureble por luz ultravioleta. Los experimentos
realizados hen demostrado que un disco o wna hoja deben te
ner, por lo menos, un grade de transpsrencia del 5% para
el tipo de luz de que se trate, pero preferiblemente de mas
de un 50%.
' En una reeligacidn preferida del método de acuer—
do con la invencidn, se utiliza una hoja, disco o pleca,
como substrato, con un espescr comprendido entre 200 micro-
metros y 1,5 mm, y gue consiste en un copolimero de poli(el
ruro de vinilo)/acetato, poli(clorurc de vinilo), policar-
bonato, poliéster, poliestireno, trizcetato de celulosa,
acetobutirato de celulosza o mezclas de los mismos. Dicha ho
Jja, placa o disco transmite suficiente luz, en perﬁicular
luz ultrevioleta, para curér la resina de moldeo fotosensi-
ble.

Después de la exposicién a través del substrafo,
la delgada capa de resina de moldeo curada debe adherirse
fécilmente.al substrato. La resina de noldeo de acuerdo con
la invencidn, descrita con detélle anteriormente, se adhie-
re con facilidad en general a los plasticos arriba menciong
dos. Una adherencia que no sea 6ptima, Puede e jorarse me-—

\
diante un tratamiento previo de erosidn del substrato para
hacer gspera su superficie, por ejenplo, mediante tratemien
to con cloroformo. El substrato puede sgr'también provisto
de ﬁna capa adhesiva o capa superior, que tenga una buena

adherencia a le resina de moldeo curada. Una capa con bue-

1O
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.mnas propledndeq adhenlvas, en ¢l caso del substrato de
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plexiglas (poli(metacrilato de metilo)) por.ejemplo,'és un|
recubrimiento de copolimero de poll(cloruro de v1nllo)/éce
toto. Sin embar o, tal mejorse de la qdheren01 requiere
tratamientos extraordinarios del substrato. ‘

La solicitante ha encontrado gue ung bvena adhe-
rencia de la resina de moldeo curzda, al substrato, ests
relacionada con un cierto atague del substrato por la resi-
ne de moldeo que no;hé £1d0 curada todavia.

En wne realizacidén preferida de la resine de mol-
deo de acuerao con 1la ;nvenc1on, la resina de moldeo tiene
Jna capacided de hlnchaLlenuo en relaclon.con el materiel
del substrato. R

Esta capacidad de hinchamiento de la resina de
moldeo puede determinarse de una meners sencilla, sumergier
‘40 uvna hoja de gubotrato 0 isco de substrato en la resina
de moldeo, dursnte un -cierto periodo de tiempo, por ejeﬁplo
de 1 a 6 horas, retirando después el disdo, secéndolo y de~
terminando el aumento de peso del disco u hoja.

Las resinas de moldeo liguidss arribs menciona-
das; a base de monoésteres, diésteres;-tfiésteres o tetra~
ésteres de . dcido écrilico, tienen, por regla genersl, una
capacidad de hinchemiento suficiénte, en relacién con los
plésticos de substrato arriba mencionados. Se ha encontre—
do, experimentalmente, por e jemplo, qQue una resina de mol~
deo de acuerdo con la invencién, que-contiene un 78p en pe-
so de acrilato de 2-etilhexilo, un 20% en peso de triacri~
lato de trimetilolpropano, y un 2% en peso de iniciedor,
'proauce un aumento de peso de més del 0,5%, en hojas de, en+

tre otros materisles, copolimero de poli(cloruro de vinilo)

.
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'

1 +-/acetato, poli(cloruro de vinilo) y poliestireno. El tiem-
po de immersidn fue de 6 horas. 7 '

Coﬁ un substrzto consistente en pbli(metacrilato
de metilo) (plexiglass) la adherencia no fue éptima cuando
5.1 se utilizd la resine de moldeo arribe méncionada.—De'aqui
que, una placa dé plexiglass,que habias sido sumergida en
la resina-affiba;mencionada, durante 6 horas, mostrara so-
lameﬁte-un sumento de péso inferior al 0,01%. La capacidad
de hinchenmiento de la resina de moldeo de que se trate, en
10 | relacidn con el.plexiglass de subsirato es, por 1o fanto,
insuficiente. A este respecto, vuede sefialarse que la refe-
rencia a una capacidad de hinchemiento suficiente de la re-
sina de moldeo en_relaciéh éon la hoja o disco de subsira-
to, es cierta si la hoja o disco muestran un zumento de e
15 | 50 de por lo menos el 0,1%, despuds de sumergirlos en lg
.resina durante 6 horas. '

Una capacided de hinchamiento insuficiente de la
resina de moldeo puede mejorarse medisnte la incorporacién,'
en una realizacidén preferida de la resina de moldeo de
20 'acuerdo con lg invenqién, de por lo menos un componente que
tenga por si mismo una cepacidad de hinchemiento suficientel
En una rea}izacién preferida, adicionel, de la resing de
moldeo, dicho componente es un mondmero vinilico. Se obtie-
ne la ventaja adicional de que el componente, después de
25 |la exposicidn, reacciona también con los constituyentes reg
tantes de la resina, de tal manera que se obtiene una fija-
cién de la resina curada en el substrato. Un mondmero vini-
lico adecuado es, por ejemplo, un acrilato de elcohilo cuyol
Vgrupo alcohilo contiene 2 6 3 Atomos de carbono, o un acri-

30 |lato de alcoxialcohilo, cuyos grupos, tanto alcoxi como al-
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L cohilo, contienen 1 6 2 &tomos de carbono.

Para LlU hr@r egto, se observa que en el eaemnlo
anberlor de adherepc¢a 1n°uf101enbo al plexiglass, se mejo
ré la adherencia reemplazando el acrilato de 2-etilhexilo
de 1la compoglc1on do resina, por una cantla ad igual de
acrilato de ew¢lo. Ilediante .l ensayo de inmersidn se esta
ble01o-oue, deGDues de sumergir una placa de plexiglass en
acrllato de etllo, el ple viglass mostraba un aumento de
peso de mas del 5?, al cabo de una hora.

C. latrig

Como ya se ha indicedo anteriormente, las matri-
ces metdlicas, usuelmente matrices de niguel, utilizadas. ey
el procedimiento @e moldso por compresidn de discos de ime-
gen, pueden utilizarse en un método de azcuerdo con le in-
vencién. Una matriz como ésta se describe, por ejemplo, en
la sdlicitud de patents holandesa ye publiczda, menciozrszde
enteriormente, némero_721204’. Un procedimiento uspel rars
la fabricacidn de la metriz metilice consisie en gue el

disco maestro, que es un disco de vidrio plano, gue tiene

‘una pista de informapién gue consiste usualmente en un me-
terial fotoconductor curadé, se dota primeravente, de una,

manera no electrolltlca, con una capa nmetdlica conducbora,
por ejemplo, una capa de plata o de niquel ¥y, seguidamente,
se le aplica por galvanoplastia una capa metélica, vor ejem
‘plo, unz cepa de niquel, despuds de io cual se retira el
disco de vidrio con el meterizl fotoconductor. El disco ge~
nerador obtenido de esta manera, puede ser utilizado en tal
forma, como matriz. Usuelmente, se hacen copias adicionsles|
ﬁor gelvanoplastia, tales como copias primera, segunda, ter

cera y asi sucesivamente, con las cuales se formes wis feomi-~

[RC
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~lia completa de coplas metdlicas. La primera copia hechg

-$0, la metriz, durante la operscidn, es avlanada por esgti-

la invencidn, es uwn disco generzdor metdlico, substancial~
s g ’

e ipgon. A
Hoja nam, Z0

e pertir del disco generador, se denonina algunes veces
disco medre. Bstas Gltimes copias se denominan metrices.

‘La solicitante ha observado qus sunque el mate-
rizl de partids és_un disco mﬁestfo muy plano, les cbpias
metélicas producidas aJpartir'de éste muestran desigualda-
des que,'ﬁsuélmente, son pequeflas, - pero que, en el procedi
miento de moldeo por coﬁpresién de acuerdo con la invencidr,
den coimo resultado ?0portes de gravbacidn de pldstico gue
no son enterasente plancs. Como resultado de ello, ia cali-
ded del soporte de grsbacidén de pléstico es influida de mg
nera perjudicial. '

Es de sefialar que en un procedimiento de moldeo
por compresién, estes degigualdades eneontradas'por la go-

licitante, no juegan ningin papel, porque en tal procedimiep

rado sobre el bloque de enfriesmiento y de calefaccidn de lg
natriz de moldeo por compresidn. '
La solicitante ha observado que las desigualdades|
son provocedas, en varticular, por las tensiones inbernss
que se forman durante la metalizacidn en las copias delga~
das del digco maestro. |
- A base de este reconociniento, la matriz utiliza-

da en una realizacidn preferids del método de acuerdo con

mente pleno, o wna copie metdlics obtenida & partir'de
aquél, por galvenoplastia. El término “sustoncizlmente pla-
no" significa que la planeidad macroscépica de hecho, di-
fiere como maximo en 10 micres de la superficie plana tebri

Ca.
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- Tel matriz forme parte de la presenfe invencidn
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como tal, y ué obtlene Qotqnao a un dloCO maestro, que es
wn disco de vidrio plano, que tiene una pista ﬁe 1nforma—
cién sobre una carz, de una cape metdlica, primersmente de
una manera no eléctrélitica Vs ‘seguidamente, por galvano-
plastia sobre la cera de la pista de informacidn, dispo-
niendo.sobre ésta un disco plano para dar rigidez, de una
manéra édherente, retirando despuds el disco maestro y, si
se desea,. produciendo otras copias metélicas por galvano-
plastia a partir del disco generador plano. reswltante.

La aplicacién vor via no electrolitica de una ca-
P8 metallcg, por ejemplo de una capa de plata o de una capg
de niquel, asi como la galvanoplastia de una capa retalica,
por ejemplo una capa de niquel, es suficientemente conoci-
da. Se puede hacer referencia g la solicitudrde patente ho-
-landésa arriba menciocnada 7212045. Es de sefialar que el
término “"zplicacidn por via no elecorolLilca" 1ncluye tenbidén
la formacidn de dep051ios desde el estedo de vapor © la pu}
verizacidn de una capa metdlica. '

Como resultedo de las disposiclones de zcuerdo
con el método anterior, en el que es de wa importancia pay
ticular el que primeramente el disco plano para dar rigides
sea aplicado antes de retirar el disco meestro, no pueden
producirse deformaciones por tensiones internas, de tel mo-

4o que se mantiene la planeidad del disco maestro de vidrio

- Como puede derivarse del métedo, el disco genera-
dor plano resuliante consiste en una capa metélica aplicadal
por via no electrolitica, en la que se dispone le pista de

informacibn, una capa metilica depositada por galvanoplastis

e

Atz
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1 j-sobre la cara de la capa metdlica aplicada por via no elec
trolitica, mds slejada de la piste de informacién, y un
dlsco plano pare dar rigidez, conectado a la cape metdlica
depositada por galvanoplestia, de una manera adhesiva.

5. De acuerdo con la invencidn, las coplas adicione-
les resultantes, derivadas del disco generador plano, por
galvanoplastia, estén provistas preferiblemente del disco
pla%o para dar rigidez. Con este fin, durente la febrica-
cidén de wa primera copia, el disco generador provisto de
10 ﬁn disco para dar rigldez, se aplica por galvanbplastia com
wia capa metélica, seguldamente se aplica sobre ella un
disco para der rigidez, de unz manere adhesiva, y, a conti-
nuacién, se retira el disco generador. De una manera idén-
tica, se pueden obtener segundas copias a partir de la pri-
15 |mera copia resultante y, de ésta, nuevemente terceras co-
pias y asi sucesivamente. '

Para el buen- orden, es de sefialar que tales co-
pias planas consisten en una capa metélice depositada por
gaivanOplastia, le cual comprende, sobre una cara, la pis-
20 |ta de informgeidn y, sobre la otra cara,'esté provigta de
un disco plano para dar rigidez, conectado a ella de una ma
nera adherente.

Como disco para dar rigidez puede utilizarse un
disco metdlico rigido y plano, por ejemplo un disco de co-
25 |bre, ni%uel 0 aluminio, o una placa de vidrio. El espesor
delAdiséo es muy veriable; por consideraciones de cés%e—ﬁre»
cio, ée desea wn espesor maximo de 10 mm. El espesor minimo
serd deﬁaproximadamenﬁe 1 mm, dependiendo del material., El
disco se adhiere a la capa metdlica por medio de wna cezpa

30 lde cola, por ejemplo, una cols de dos componentes. Preferi~
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| blemente, se utiliza un disco de metal o de una aleacidn
metélica, en pombinaeién con un adhésivo conductor de .la
elec%rici&ad; por ejémplo, un adhesivo que tiene dispersa-
das pafticulas meﬁélicas, obteniéndose la ventaja de que
durante la fabricacidn por galvanoplagtia de copias metali
cas adicionales, el contacto eléctrico deseado esréptimo.
Cuando. se utiliza un disco de vidrio, 'se puede uwtilizar
una}capa de adhesivo; si se desea, la cual puede ser cura-—
ds ior radiacién;-por ejemplo, por luz ultravioleta.
/ Como regla general, la aplicacidn de un disco de
refuerzo durante la fabricacidén del disco genersdor, debe
realizarse a la misma temperatura a la que se aplica la ca
pa de metal sobre el disco maestro de vidrio. La temperatn
ra del bafio de galvanoplast;a utilizado es frecuentemente
superior a la temperatura embiente y, por ejemplo, es de
.702C. 51 la aplidacién del disco de refugréo puede rcalizaxn
se a una femperatura inferior a la utilizzda en el bafio de
galvenoplastia, la capa de'metal gplicada se contraeri des-
de el disco maestro, debido a diferencias de expansidn tér-
mica. En la préctica, la operacidn a wma temperatura mds al
ta, es muy engorrosa y, por lo tanto, menos atractiva.
En una realizecién preferida del métbdo de fabri-
car el disco generador, no tiene lugsr esta desventaja. De
acuerdo con la realizacidn preferida, se obtiene un disco’
,generader, dotando al disco maestro de vidrio, primeremente
de una maneré no electrolitica y, seguidemente, por'galvar
noplastia; con una capa metglica que tiene um espesor glo-
bal de 150 micrometros como maximo, aplicando sobre ésta,
de una maners adhesiva? el disco plano para dar rigidez, a

la temperatura embiente, y retirando seguidemente el disco
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-metélica, como las que existen entre el disco madre y la

toria, desde luego con la superficie que contiene la infor-
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A Con un espesor de capa de'150 micrometros como
maximo, la copa metdlica producida no se contraerd desde el
disco maestro, ni Siquiera por enfriamiento. Esto implica
que la conexidén de la placa para dar rigidez fuera del ba-
flo de galvenoplastia, tiene lugar a la tempersbura asmbien-
te normzl, lo que facilita considereblemente la fabricacidy
totgl. In general, el espesor de cezpa de la capa metélica
producida, sersd de 60 a 80 micrometros.

’

Al producir coplas del disco generador, deposite
das por galvanoplastia, no tiene lugar la contraccidn desde
la capa metélica, ni siguiera con mayores espesores de 1a
capa metdlica producida, por ejemplo}'de 300 & 400 microme-~

tros. Esto es debido a que no existe diferencia de expan~

sibn témica entre el disco generador metdlico y la copia

natriz. Las copilas adigionales del disco generszdor pueden
dotarse, por consiguiente, con el disco plano para dar ri-
gidez, a la tewmperatura nornzl.

Le ejecucidn téenica de acuerdo con la invencidn
para duplicar sopertes de grabacidn de pldstico, por ejem-
plo, la ap%icaoién de la resina de moldeo liquida, curable
por radigcidn, sobre la superficie de lg metriz, y la apli-
cacién del substrato sobre la resina de moldeo, pueden res-
,1izarse de diversas maneras.

" Por ejemplo, el procedimien%o puede realizarse
por medio de una place giratoria. La matriz se deposita so-

bre el disco metdlico, horizontal, plano, de la placa gira-

macién hacia arriba. Sobre la matriz se aplica, de una msne
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- ra uniforme{ un exéeso de resina de moldeo, por ejemplo de
5 a 10 »l, La CLpil_n.c;'=cz.0n de la rovlra de moldeo puedc rea
llzar e, por egemplo vortlbndola centralmcnte sobre lg
matriz y, seguidamente, haciendo que la resina de moldeo
Tluya radialmente por toda la superficie de la nmatriz, por
' rotacién de la matriz. De noja de substrato o la placa de
substrato se coloca sobre la capa Ge resing Ge moldeo, de

-

tal manera que se evite la inclusidn de sire. Si se desea,
el éubstrato vuede ser comprimido con un rodillo. El con-
3unto se hace girar siéndo despedida wa parte de la resi-
ng de moldeo entre la metriz y el substrato v ajustindose,
asi, el espesor desesdo de la capa de resine, por ejemplo,
entre 1 y 75 micrometros. Despué; de la exposicidn a tra-
vés del substrato, a la luz de, por ejemplo, una lémpara de
mercurio de alta presidén, se puede retirar de la matriz el
.soporte de grevacidn de plédstico acabado.

Sobre la cara que conticne la informgeidn del dl°
co de imagen resultante, se aplica usualmente mediante de—
pdsito desde el estado de vapor a presidén reducida, una ca-
pa de aluminio reflectante y de un espesor de aproximadémen
te 300 i. Sobre la capa de aluminio se gplica un recubri-
miento protector de, por ejemplo, barniz nitroceluldsico.
Finalmente; el disco se corta g medida y se equilidbra, des-
pués de haber practicado en 41 wna abertﬁra central.

En el ejemplo anterior de la ejecucidn técnica
del proéedimiento de moldeo de acuerdo con la invenéién, la
resing de moldeo y el subscr %0 se aplican por separado y
|sucesivaumente, sobre la matriz., Es posible, slternativamen-—

ﬁe, aplicar el subﬁtrato, en- un tratemiento previo, una ca-

Pa de resina de noldeo, y apllcar este conjunto sobre la sg

s



1 -perficie de la matriz. El {ratemiento ulterior, por ejemplf
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.de moldeo por compresidn, el materiel de soporie del S0POr~

obtenido de acuerdo con el método de la invencidn, puede

{sa en wna estructura de superficie que tiene diferencias de

Hoja nom. 2§

;a exposicién,ftranscurre coimo en el ejemplo aryiba ienclo
nado. '

El soporte de grabacidén de pldstico provisto de
una capa de sluminio obteniéa de acuerdo con el método de
la invencidn, se lge de la misma ﬁanera gue el soporte de
grebacidn de plastico conocido obtenido mediante wn proce-
dim;ento de moldeo por compresién. La lectura tiene lugar
pOr;medio de un fino haz de luz (luz laser) que ée dirige
éobre la capa metalica y es reflejado por dsta. La informa
cién almacenzda se lee o explora preferiblemente con un has
de luz gue pasa a través del meterial de soporte, es refle-
Jado por la cape de aluminio y, a continuacidn, ssle nuevad
mente a través del material de soporte; En contraste con el

conocido soporte de grebacidn obtenido por un procedimiento

te de grebacidn de acuerdo con la invencidn, no es homogé~
neo sino que muestrz une estructura estratificeda de resins
de moldeo curada y substrato. De este modo, se introduce
una felta de homogeneidad en la trayectoria que ha de atra-
vesar el hzz de luz por dos veces. La fglta de homogeneidad
es, por ejgmplo, ung diferencia del indice de refraccién.

Se ha encontrado, sorprendentemente, que a pesar de esta

falta de homogeneidad, el,sopoxte de grabacidn de pléstico

Y . ,

leerse a través del material de soporte y produce una repro
duccién de la informacidn almacenada, de una excelente cali
dad. Esfo es tanto més'sorprendente, si se considera que la

sefial de imagen procesada en la pista de informacidn, se bg
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- altura de O 1 a 0,2 nicrometros, que se basan en lg infor-

toJa nim. 277

mecidn, _ 7 _
| La invénciéd sé deseribird ahora coh.mayof'déta—

lle, con referencia a los siguientes ejemplos y al éibujo
que se acompaila, ‘en el cual: ' N

La figﬁré 1 es wna vista én seceidn transversal
de un diséo.maestro, que tiene una capa uetdlica y una plg
ca ﬁéra.dar rigidez; 7

La figuréiz es una vista en seccidn transversal
de wna ms trlv que tiene una nlaca para dar rigidez, ¥y

La figura 3 es una vista en seccidn transversal

de un soporte de grabacidén de pldstico.

Ejemplos.

1. Pabricacidén de la matriz.
Un disco maestro, consistente en un disco ds vi-

o

drio plano, pullmeniado, que en el dibujo recibe la referexn

en espiral, de materiel fotoconductor curade 2, se niquels
.por via no electrolitica, mediante tratemiento con una solvy
‘cidn acuosa de sal de niquel, que contiene §iS0,.6H,0. Una
segunda, capa de niguel 4 se aplica, por el. nétodo de salva—
noplastia usual, sobre la capa de niquel 3, corductora, re-
sultante, que tiene un espesor de aproximademente 300 3.

Paﬁa este fin, el disco maestro 1, 2, con la capa 3 se su~

¥

merge en una solucidn acuosa de eleCurollto que conblena)
sulfamato de niquel, dcido bdrico v laurilsulfeto sédico.
La temperatura de la solucién se mantiene-a 50¢C, Se esta-
biece una tensidn a través de la solucidn de electrolito,

1sirviendo como cétodo la capa de niquel 3 del Gisco maestro

cia numérica 1, que tiene sobre é1l una plsta de 1nforﬁqclor

H




1 -La tensidn se aumenta lentamente, por ejemplo a razén de

\n
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-sario, es recomendable, entes del encolado de la place 5 a

la superficie de niquel puede atacerse quimicemente con

Hoja ntm. 20

0,1 voltios por minuto, haste que se_.alcanza una intensi-
dad de corriente de uproximadmnénte 40 amperios. Una vez
que l2 capa total de niquel ha elcanzado un espesor de 60
micras con ests inﬁensidad de'corriente, el disco meestro
1, 2 con la piel Qe niéuel 3,4 desarrollada en él, se reti
ra de laréolﬁcién de electrolito, se enfria en el aire a
la températura ambiente.(temperatura del recinto), se lava
seguidanente con agga y se seca. A dicha piel de niguel se
encola una placa 5 de aluminio, plana y rigida, con lo que
la planeidad macrOScépica de hecho de la superficie, difie-
re como méximo en 10 micras de la planeidad tebrica. Para
el encolado se utiliza un adhesivo de dos componentes, por
ejemplo un adhesivo de epdzido, por ejemplo, areldita con

une aming coxo endwrecedor. Aungue no es estrictamente neccg

la piel 3,4, hacer las superficies a encolar ligeramente

asperas, por ejemplo, mediente ataque quimico. Por ejemplo,

FeCly, y la superficie de aluminio con solucidn de hidrdxi-
do sbédico. Despuds del curado de la cola, el disco naesro
se sepera mecénicemente de le piel'de niquel con la placa

de aluminio encolada. EL resto del material fotoconductor

que posiblemente permanece sobre la cara de la piel de ni-
quel que lleva la informacidn, se disuelven por tratamisnto
con glecohol isopropilico y metilisobytilcetona. EL disco &8¢
nerador resultanie, que se muestra en la figura 2, consiste

en una placa 6 de aluminio con une piel 7 de niqgel. Dicho

disco genersdor puede utilizarse como metriz para la produce

cién de copias de pléstico. También es posible producir una
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—-{anilia de mgtrices a partir del disco generador. Con este
fin, la superficie de niquel del disco generador se pasiva
primeramen%e por tratamiento con;una sblucién acuosa dé
K20r207 ¥, seguidemente, se desarrolls sobre ella una capa
de niquel de 60 ﬁicras de espesor, por gelvanoplastia (ele&
troliticamente)..Séguidgmente; se aﬁlica sobre ésta una plg
ca de élumiﬁio, a la temperatura ambiente, de la misma ma-
neré:qué se ha descrito'anﬁeriormente, después de lo cual
se retira el disco generador. Se pueden producir de vna ma,
nera idéntica, a partir del disco madre resultente, copias
adicionales (matrices) ¥ se las provee tambidn de una pla-
ca de aluminio plana. )

2. Ung pantidad de 10 ml de una resipa de moldeo,
curgble por radiacidn, se aplica en el centro de una matri:
metélice, la cual estd horizontalmente asegurada sobre une
-placangiratoria,‘y que estd provista de una placa para dar
rigidez, como se muestra en la figurg 2.

Le composicién de la resinz de mbldqo que estd
designeda por un nimero de serie en la columa 1 de la tg«
‘bla II signiente, estd indicada en la "Tabla de composico-
nes de resina" que figura en la parte de introduccidn de egl
ta memoria. Las resinas de moldeo designadas por el mismor
nimero Ge serie, son idénticas. La composicidn de la metriz
metdlica figura en la columng 2 de la Table II siguiente. -
1La placa giratoria se hace girar durante slgunos segundog,
distribuyéndose la resina Ce moldeo aplicada centraimente
por toda la superficie de la matriz. Una placa circular, de
un didmetro de 340 mm, que estd hecha de la resina sintéti-|-
ca transparente a la luz (substrato),que figura en la colua

na 3 de ia Tablae II siguiente, se deposita cuidedosamente
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—sobre la matriz provigta de la resina de moldeo, eliminan-

-y centrifuzendo la placa a unas 1000 revoluciones por minu

tratada previamente con cloroformo. Se vierte cloroformo

sobre la placa y se elimina de nuevo por centrifugacién. Lg

Hojn nam. 30

dose de la ca§é de,resing de moldeo, mediente un rodillo

de metal, las burbujes de alre ﬁosiblemente incluidas, que
son visibles debido a la placa trensparente a la lué.'Debe
sefialarse que 1a‘p}aca de matérial sintético transpafente

a la luz (substrato) se trata previemente en algunos casos
antes de'éueisea.aplicada sobre la.placa de resing de mol-
deo. El objéto.del_tratémiento previo es favorecer lg adhe-
rencia de-la resina y la placa. Bl tratemiento previo, si
se aplica algwo, se indica en la columna 4 de la Pabla II.
En esta columna, PCV/PiV significa que la placa, por la cad
ra que esta en contacto con la reging, estéd provista de

una cepa de poli(cloruro de vinilo)/poli(scetato de vinilo)

Lz capa de PCV/PAV se eplica repartiendo sobre la placa ung

solucidn de PCV/PAV en ciclohexanona y acetato de etilo,

t0. La indicacidén cloroformo significa que la placa ha sidg

indicacidn acrilato de etilo significa que la placa ha sido
tratada previamente por inmersidn en acrilato de etilo du-
rante 30 segundos.

_ Después de eplicer la placa, la estruchbura de elpp
redado resultante, compuesta por la metriz, la capa de reéi
ng de moldeo y la placa, se hace girar a 1.000 revoluciones
por minuto durante gproximadamente 15 segundos. Se élimina
el exceso de resina de moldeo, obteniéndose una caps homo-
génea y més delgada, de resins de moldeo. El espesor de ls
capa de resina puvede variar entre 0,2 y 300 micrometrqs ve~

ro es, preferiblemente, de 1 a 75 micrometros.




10

15

20

25

30
27107

Hojn nhn. 3 1

- ) Lé.qapa de resina de moldeo se expone seguidameﬁ«
te, a través deligubstrato; a la luz de una fuente lumino-
sa, por ejemplo, unar"lémpara de mercurio de presidn super-
elevada, refrigeréda éon agua, de 500 watios", dispuesta a

40 cm por encimg de la estructura de emparedado, 0 de una

-

serie de varlas lamparas "fluorescentes TL20%W*, gque trans-
miten principelmente luz de 350 nm. En la colwma 5 de la
'Tab}a II siguiente, se indica el tipo de lémpara,'siendo
SP560 la lémpera de mercurio arribe mencionada, y siendo
&L la lémpara fluorescente anterior. El tiempo de exposi-
cidn se indica en la colwmna 6 de la Tabla II. Después de
la exposicidn, se retira de la matriz el soporte de graba-
cién de pléstico resultante. El soporte de grabacidn de
pléstico se muestra en la figura'3 y consiste en la capa 8

de resina curada, que tiene une vista Ge informacibn, y la

-placa 9 de resina sintética, transparente a2 lz luz, asegu-
reda a aquélla. Bl soporte de grabacidén de plistico (figu~
ra 3) estd provisto, usuelnente, por la cara de la cepa de
resina de noldeo que contiene la informacidn, de una cape
de alwninio de 3C0 i,de espesor (no mostradz en la fizgurs
3), que se deposita desde el estado de vapor, en una campe-
na de vacio, & una presién ge 1074 2 1075 mm de mercurio.
Finglmente, se aplica sobre la plzca de aluminio, unas capa'
protectora de barniz (no mostrads en la figura 3), vertien-
.ao barn?z nitroceluldsico sobre la capz de a2luminio y cen~-
trifugaﬁdo seguldamente el conjunto, de modo que el berniz
nitrocelulésico se extienda pbr la totalidad de la capa de

sluminio, en forma de una delgada capa.

- : ke
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-~ REIVIEDICACIORLS -

Los puntos de invencidn propis y nueva que se
precenftan para que scan objeto de cesta solicitud de Paten—
te de Invencidn en Espafia, por VEINTE afios, son los que se
recogen en lag reivindicaciones siguientes:

2,- Un método de producir una matriz adecuada
para ser utilizada en un métode de duplicar soportes de
informacibn de pléstico, caracterizado porque un disco
maestro, que ¢s una placa de vidrio plana, que esté provig-
ta por una cara con una pista de informscibn, se dota por
la cara de la pista de informacidn, con una capa metélica,
primeranente de una manera no electrolitica y, sepuidamen-
te, por galvancoplastia, se proporciona sobre esbo una pla-
ca piana para der rigidez, de una manera adhesiva, seguida-
mente se retira ¢l disco maestro y, si se desea, se hace
una copia metllica adicional por galvanoplastia del disco
generador plano resultante.

2¢.- Un método segln la reivindicacibn 12, carac-

terizado porque el disco generador se dota de una capa me-
tdlica, primeramente de una mancra no electrolftica y, se-
guldamente, por galvsnoplastia, con un espesor global de
como miximo 150 micrometros, se proporciona sobre esto la
placa plana para dar rigidez, de una manera adhesiva, a la
temperafura arbiente, seguidamente, se separa el disco macs
tro y, si sc dcsea, se hace una copia metflica adicional
por galvanoplastia del disco gencrador reéu}tante.

S B, - Un método como se~féivihdicaien’}a reivin-.

dicacibén 12 & 23, caracterizado porque la copia metflica
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 Se dota de una placa plana para dar rigidesz, gue estl& co-

‘inectada a ella de una manera adhesiva,

42 .~ Un método de producir una matriz adecuada
para ser ubilizada en un método de duplicar.soportes de in-
formacibn de plésticé.

Tal y como se ha descrito en la Kenmoria que an-
tecede, representa@p‘en los dibujos que se acompafian y con
los fines que se han especificado.

Esta lMemoria consta de treinta y cinco hojas es-

critas a méquina por una sola cara.

Fadrid, 04 MAR1978 -

whps
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Fig. 3
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